S SCHWEIZER
SCHWEIZER-Qualitatsstandard (AA-SE-QM-009)

(Dieser gilt, soweit keine andere ausdriicklich vereinbarte Spezifikation/Vereinbarung besteht)

1. | Managementsystem

a. QM System: Zertifiziert nach IATF 16949

b. Geschéftssprache bassiert auf dem Produktionsstandort und dem Bestellort der Leiterplatte. Ist der
Bestellort und der Produktionststaort derselbe, so ist die Geschaftsprache die Landessprache
(Bestellung und Fertigung in Deutschland -> Deutsch als Geschéftssprache, Bestellung und Fertigung
in China -> chinesisch als Geschéftssprache). Erfolgt die Bestellung und die Produktion nichtim
selben Land, so ist die Geschéftssprache English. (Bestellung in Deutschland, Fertigung in China ->
Geschéftsprache Engisch). Fremdsprachige Dokumentationen werden nach Aufwand berechnet.

c. Produktbezogene Requalifizierungsaudits werden 1x jahrlich bezogen auf Technologiefamilien
durchgefihrt. Hierbei werden fur die Requalifizierung Testpanels und technologisch vergleichbare
Leiterplattentypen herangezogen.

d. Soweit gefordert, wird PPAP/PPF nach Vorlagestufe 2 durchgefiihrt. Statistische Nachweise nur, wenn
in artikelbezogenen Zeichnungen ausgewiesen. Die Anwendung von
Testpanelprozessfahigkeitsbewertungen ist zulassig. Es wird eine Leiterplatte vermessen.

e. Qualitdtsmerkmale werden nur dann ausgewiesen, wenn sie direkt auf der artikelbezogenen
Zeichnung des Kunden aufgefiihrt sind. Qualitatsmerkmale aus Querverweisen und allgemeinen
Normverweisen sind nicht Bestandteil der Nachweispflicht. Dartiberhinausgehende Anforderungen
werden nach Aufwand berechnet.

f. Dokumentation (FMEA, Controlplan, Flow Charts) erfolgt technologiebezogen anhand von
Produktfamilien. Artikelbezogene Dokumentationen werden nach Aufwand berechnet.

g. Audits unserer Kunden sind nach Vereinbarung mdglich. Audits unserer Kunden bei unseren
Lieferanten bedlrfen der Genehmigung des Lieferanten.

h. Anderungsmanagement: Die Kundeninformationen bei Anderungen erfolgen gemaR der " Guideline for
Customer Notifications of Product and /or Process Changes (PCN) of Electronic Components
specified for Automotive Applications“ Herausgegeben vom ZVEI e.V. (Zentralverband Elektrotechnik -
und Elektronikindustriee.V.).

i. Vertragsprifung stellt eine Prifung auf Herstellbarkeit der Leiterplatten in Zusammenhang mit unseren
Prozessen dar. Eine vollstandige Uberpriifung der Richtigkeit der Bestellspezifikationen ist nicht
Bestandteil der Vertragsprifung und liegtin der Verantwortung des Bestellers.

j- Spezifikationen gelten nur, wenn diese ausdrtcklich von uns aktzeptiert wurden. Dies gilt auch fur
online bereit gestellt Spezifikationen (z.B. in Portalen, etc.).

2. | Technische Spezifikation

a. Umdie IPC Anforderungen ansetzen zu kdnnen, bedarf es einer Leiterplattengestaltung gemaf3
IPC-2221.

b. Soferndie IPC-6012 ohne Klassenangabe spezifiziert ist werden die Qualitatsmerkmale der IPC-6012
Klasse 2 sowie der zugehorigen IPC-A-600 Klasse 2 angestrebt. Es gilt die zum Zeitpunkt der
Einrichtung, bei Schweizer, des Artikels jeweils glltige IPC-6012 und IPC-A-600. Nachweise zur IPC-
6012 werden nach Aufwand berechnet. Serienbegleitende Prifungen finden — sofern nicht im Angebot
anders ausgewiesen — entsprechend dem zum Fertigungszeitpunkt gultigen SCHWEIZER-Controlplan
statt. Zur jahrlichen Requalifizierung werden die in der Leiterplattenbranche tblichen Q-Merkmale
verifiziert.

c. Prifungen an IPC Coupons werden nur auf Vereinbarung erstellt und geman Aufwand berechnet.

d. FurFertigungstoleranzen gilt der SCHWEIZER-Leiterplattenstandard (LPS). Nahere technische
Einzelheiten dazu teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit.

e. Lagerbedingungen gemal IPC/JEDEC J-STD-020 Klasse 2a. Dariiberhinausgehende
Lagerbedingungen sind zu vereinbaren.

f. Verarbeitungsbedingungen: da das vom Kunden spezifizierte Layout der Leiterplatte einen starken
Einfluss hat, sind die Verarbeitungsbedingungen vom Besteller auf die Leiterplatte anzupassen. Die
maximale Temperatur in der Leiterplatte darf bei der Verarbeitung 260 °C nicht Uberschreiten.

g. Bei Bohrdurchmessern < 0,3 mm kann die Bohrung aus technischen Grinden mit Stopplack
verschlossen sein, gleiches gilt bei der Oberflache Heissluftverzinnung (HAL). Dies ist layoutbedingt
und stellt keinen Mangel dar.

h. Anderungen der kundenbezogenen technischen Spezifikation gelten nur fiir neu einzurichtende
Artikel.

i. Chemisch Zinn Schichtdicke ist 0,8 pm, gemessen mit Réntgenfluoreszenz bei Dichte von 6.15 g/cm?,
max. Lottemperatur auf Leiterplatte: 260 °C, 10 sec., Die artikelbezogene Anpassung der Lotprofile an
die Leiterplatte obliegt dem Verarbeiter. Sind andere chemisch Zinn Schichtdicken aufgrund der
Lotprofile notwendig, so missen entsprechend bestellt werden.

i. Die artikelbezogene Anpassung der Lotprofile an die Leiterplatte obliegt — unabhéngig von allgemein
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vereinbarten Lotprofilen - dem Anwender. Aufgrund des Layout Einflusses stellen Profile gemaf3 J-
STD-002, J-STD-003 oder dhnlichen Normen nur Richtwerte dar und beduirfen ggf. der Anpassung auf
die jew. Leiterplatte, bzw. Layout.

k. Reparaturarbeiten werden gemaf IPC-7721 durchgeflhrt.

I.  Verarbeitungsbedingungen Dickkupfer Anwendungen (Kupferschichten >200 um, Inlay Technologie,
IMS Technologie, Embedinganwendungen, etc): Bei diesen Anwedungen ist darauf zu achten, dass
aufgrund der Technologie das verwendete Lotprofil erheblich zur Bildung von Delaminationen beitragt.
Das verwendete Lotprofil ist jeweils Artikelspezifisch festzulegen. Aufgrund des Layouteinflusses und
der jeweils verwendeten Lottechnologie und Ausstattung, kann kein allgemeingtiltige Létprofil
bereitgestellt werden. Das Létprofil ist durch den Anwender entsprechend zu ermitteln und
festzulegen. Reklamationen bassierend Defekte, die auf nicht korrektem Létprofil oder Uberlagerung
basieren, kdnnen nicht akzeptiert werden. (Siehe auch 2 f, i, j)

m. Querschliffe Dickkupfer Anwendungen (Kupferschichten >200 um, Inlay Technologie, IMS
Technologie, Embedinganwendungen, etc): Aufgrund der Technologie, kann es bei Querschliffen zur
Bildung von Cracks kommen. Diese kdnnen bei der Schlifferstellung nicht vermieden werden und
stellen kein Qualitdtsmangel dar.

n. Mehrfachverpresste PCB und Dickkupfer Anwendungen (Kupferschichten >200 um, Inlay
Technologie, IMS Technologie, Embedinganwendungen, etc): Bei diesen Produkten istbeider
Evaluierung der Leiterplatte zu beachten, dass bereits Heat treatment Prozesse bei der Herstellung
der Leiterplatte zur Anwendungen gekommen sind.

3. | Beschwerdemanagement

a. Reklamationen werden innerhalb von 10 Arbeitstagen beantwortet. Ist eine Beantwortung in dieser
Zeit nicht mdglich, erfolgt ein Zwischenbericht.

b. MalRnahmen, die das Know-how des Unternehmens tangieren, werden nicht dargestelit.

c. Um eine schnelle Abarbeitung der Reklamtionen zu gewahrleisten, senden sie die Reklamtion bitte an
QC_3_Complaint_Management@schweizer.ag
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